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IT의 급속한 발달로 chip소형화가 요구되고 있으며, 따라서 이를 검사할 수 있는 반도체 검사

용 프로브카드의 경우에는 높은 신뢰성이 요구되고 있다. 반도체 검사용 장비에 프로브카드를

장착하여 웨이퍼 내의 다량의 chip에 전기적 신호를 보내 불량 여부를 검사하게 되는데 프로

브카드 내 탐침이 패드 사이즈에 맞추어 미세화됨에 따라 전기적 신호전달 시 열이 많이 발생

하게 된다. 이 때 발생된 열에 의해 니들의 열부식이 일어나 저항성이 커지면서 반도체 검사

용 프로브카드의 신뢰성이 크게 저하된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 내식성이 강한 금

이나 백금등을 니들 탐침으로 사용하고자 하지만, 금의 경우 연성을 가지고 있어 패드와 의 컨

텍시 시 탐침 끝이 무너저 사용이 불가하며, 백금의 경우 재료 자체 금액뿐만 아니라 탐침 가

공비용이 높아 많은 비용이 필요하여 경제성이 낮다. 
 본 연구에서는 탐침으로 사용이 충분히 사용가능한 텡스텐 니들 표면에 열에의해 부식이 되

는 것을 방지하기 위해 니들 표면에 금, 백금, 니켈 등을 1 ~ 3μm 도금하여 내식성을 향상하고

자 하였다. 하지도금은 니켈로 하였으며 그 위에 전해 금, 백금, 니켈도금을 진행하였다. 또한

전해도금시 탐침 부분에 과도금 되는 현상을 방지하기 위한 최적화 연구를 진행하였다.
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